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这是一种利用激光三角测量技术对晶圆上
的凸点进行检测的外观检查装置。能够高
速、高精度地同时进行�D/�D/SD测量。

RWi系列光学
检测

这是利用激光三角测量技术对载板上的
凸点进行检测的外观检查装置。能够高
速、高精度地同时进行�D/�D测量，并支
持翘曲检测。

RSH系列光学
检测

通过独有的专利技术，实现了世界
最小级别的弹簧制造。结合超小型
柱塞，开发出了垂直型MEMS弹簧
探针。

MEMS
弹簧探针
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可使用最小直径��微米的探针，是
业界首屈一指的高精度检测治具。强
力支持精细间距化的印刷电路板和
半导体封装载板的开路/短路检测。

治　具

印刷电路板

这是用于晶圆上形成的IC在被取出
之前进行电性测试的治具。它能够应
对晶圆芯片的高精密化和信号的高
频化。我们还提供适用于高电压、大
电流、高温环境下也能进行精确测试
的功率半导体专用探针卡。

探针卡

晶圆

这是用于半导体封装载板的电性检
测设备。除了OPEN/SHORT/LEAK
测试外，还支持LCR和嵌入式IC等
各种封装载板的测试，是拥有丰富
经验的行业标准设备。 这是用于检测印刷电路板和柔性电

路板的设备，这些电路板被广泛应用
于AI服务器、卫星通信、汽车车载部
件等多种用途。设备能够灵活应对检
测工件的种类、尺寸以及检测针数。

GATS系列电性
检测 SREC系列电性

检测

半导体封装载板

导通绝缘检测导通绝缘检测

凸点检测

凸点检测

功能检测
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